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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS D’ENVIRONNEMENT -
Partie 2-58: Essais — Essai Td: Méthodes d’essai de la soudabilité,

résistance de la métallisation a la dissolution et résistance a la chaleur
de brasage des composants pour montage en surface (CMS)

AVANT-PROPOS

ormalisation

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation
AN La CEl a

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités

pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions\d alisqtion dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre gu{res\actiyite es Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports technique ec ications ‘accessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprées dénommés "Publication(s) de la CEIN confiée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéresse ¢ peut participer. Les

& Q la CEI, participent
également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Org 2\{] Nati 1€ Normalisation (1SO),

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant | eprésentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les su1ets étud es Comités nationaux de la CEI
intéressés sont représentés dans chaque comit

3) Les Publications de la CEIl se présentent mandat ons internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de la orinables sont entreprls afin que la CEI

de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétatien_qui itg, par un quelconque utilisateur final.
4) Dans le but d'encourager l'upifermité jnterna ion i{é3/nationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de parente Publicati icati

nationales et régionales.
nationales ou régionales

5) La CEIl n’a prév c€ : sarquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité p@ SQui & ’ A - ok
d

6) Tous les utilisateu

a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

I’objet de droits de “propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60068-2-58 a été établie par le comité d’études 91 de la CEl:
Techniques d'assemblage des composants électroniques.

La présente édition inclut les modifications techniques significatives suivantes par rapport a
I’édition précédente:

— extension du domaine d’application de maniére a inclure I'alliage de brasure sans plomb
en plus de l'alliage de brasure étain-plomb eutectique ou quasi eutectique existant (la
structure du document a été modifiée en conséquence);

— ajout des définitions de «brasabilité» et de «résistance a la chaleur de brasage» pour les
CMS;

— spécification des profils de température de fusion pour la résistance a la chaleur de
brasage utilisant de la soudure sans plomb;

— ajout d’'une Annexe C permettant un rapide apergu des conditions d’essais.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ENVIRONMENTAL TESTING -
Part 2-58: Tests — Test Td: Test methods for solderability,

resistance to dissolution of metallization and to
soldering heat of surface mounting devices (SMD)

FOREWORD

this end and in add|t|on to other activities, IEC publishes International Standard z i ifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides Y e “IEC

governmental organizations liaising with the IEC also participate i
with the International Organization for Standardization (ISO) i

IEC provides no arkl g proce
equipment decla j
All users should ehstrg

Attention is dra e possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
S not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard |IEC 60068-2-58 has been prepared by IEC technical committee 91:
Electronics assembly technology.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

expansion of the scope so that it includes lead-free solder alloy in addition to the existing
tin-lead eutectic or near eutectic solder alloy (the structure of the document has been
changed accordingly);

addition of the definitions of "solderability" and "resistance to soldering heat" for SMDs;

specification of the reflow temperature profiles for the resistance to soldering heat using
lead-free solder;

addition of an Annex C enabling a quick overview of the test conditions.



